

























 第 1 章では、序論として本研究の背景及び目的について述べている。  
 
 第 2 章では、マイクロ構造の作製時に生じる表面損傷と結晶異方性がマイクロ構造
の初期破壊強度と破壊進展に及ぼす影響を報告している。形状パターニングプロセス
の加工条件を変更することによって表面損傷に差異を持たせた単結晶シリコン試験片
（試験部長さ 120 µm、幅 5 µm、厚さ 5 µm）を、面方位 (110)の SOI ウエハから<100>、







方位・寸法の異なるマイクロ構造に対する 600 °C までの高温引張試験結果を、引張強
度変化と脆性延性転移（BDT）によるすべりの出現に焦点を当てて考察している。引
張方位を<110>方位とする試験部長さ 120 µm、厚さ 5 µm で幅 4 µm あるいは 9 µm の
単結晶シリコン試験片を面方位 (100)の SOI ウエハから作製して高温引張試験を行い、
試験装置の検証を行うとともに、引張強度、塑性変形であるすべりやくびれの現れる
温度域と破壊形状について評価を行った。また、BDT 温度の寸法効果の評価方法とし
て、面方位 (110)の SOI ウエハから幅寸法や引張方位の異なる試験片を一括して作製し






イス上に単結晶シリコン試験片（試験部長さ 120 µm、幅 2.5 µm、厚さ 22 µm）を多
数並列配置することで引張荷重を一括印加可能な機構を考案した。それぞれの試験片
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（論文審査の結果の要旨）  



















置を用いて評価した。作製した (100)及び (110)試験片では、いずれも 500 °C ですべり
が現れ、600 °C でくびれが現れたことから、測定を行った断面寸法 10～45 μm2の範
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要であると考え、マイクロ加工プロセスが単結晶シリコンの初期強度に与える影響を定
量的に把握し、高温引張試験により温度加速試験の適用範囲を明らかにしたうえで、ひ
ずみゲージ集積化並列引張疲労試験方法を提案し、その有効性を明らかにしたものであ
り、学術上、実際上寄与するところが少なくない。よって、本論文は博士（工学）の学
位論文として価値あるものと認める。また、平成２８年８月１７日、論文内容とそれに
関連した事項について試問を行って、申請者が博士後期課程学位取得基準を満たしてい
ることを確認し、合格と認めた。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
